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Although the world market shares of ]apanese firms are not already at the top of the world in the 
semiconductor devices such as DRAM and liquid crystal displays， they have a 70% market share concerning 
elec仕oniccomponents and their materials. Nowadays east Asian firms can produce the semiconductor devices 
and liquid crys凶 displaysas factories of the world by using ]apanese electronic components and materials. 
本論文は、複数のレフェリー と編集委員会による査読を受けたものである。
40 創造都市研究第5巻第1号(通巻6号) 2009年6月
Plastic encapsulant used in the semiconductor devices is one of the elec仕onicmaterials of which J apanese 
chemical companies have a high market share in the world market. By the ear1y 1960s， plastic encapsulation 
emerged as an inexpensive alternative to ceramics and metal encasing， and during the 1970s， Morton 
developed new epoxy resins which suited for transfer molding as an economical method. The reliabi1ty 
of plastic-encapsulated semiconductor devices has increased tremendously since the 1970s， due mainly to 
improved encapsulating materials. Many foreign and Japanese companies have provided various encapsulating 
materials to the semiconductor manufactures. Nowadays ]apanese chemical companies have become to have a 
90% market share. 
In this papeにthereasons why]apanese chemical companies have become to have such a high market 
share are discussed as a case of plastic encapsulating materials from the following three points. 
1) These ]apanese chemical companies had their competitive advantage based on materials or own 
technologies. 
2)百leyhad a c10se relationship with semiconductor device manufactures and developed plastic encapsulating 
materia1s inorder to be suitable for the requirement of the semiconductor manufactures and solve the problems 
in their process. 
3) Even though the market scale was not so large， many chemical companies entered in this market and the 
market was very competitive. 
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主剤 エポキシ樹脂 4 ~ 20 
硬化剤/硬化促進剤 フェノール樹脂/リン系、アミン系触媒 4 ~ 20 


















































































1985年 1990年 1995年 2000年
ピン挿入型(%) 87 57 9 l 
表面実装型(%) 12 36 82 83 











































































































特許分類検索(検索式:H01L23/30 * C08G59/00) によって調べた、 1975年~ 1984年に日本で公開され
たエポキシ樹脂封止材に関する特許件数を表3に示す。表3から、 1980年からの5年間の公開特許件数は、
1979年までの5年間に比べ、 14倍に増えていることが分かる。また、共願も含めて封止材メーカーからの件





1970~1974年公開 1975~1979年公開 1980~ 1984年公開 総計
化学 日東電工 。 。 23 23 
目立化成 。 2(2) 1 (2) 13(4) 
信越化学 。 7 8 
松下電工 。 。 6(1) 6(1) 
住友ベークライト 。 4 5 
東芝ケミカル 。 。 4 4 
その他 。 。 12 13 
小言十 I 67 72 
電機 東芝 。 2 62 64 
目立 3 2 14 19 
三菱電機 。 4 5 
松下電器・電子 。 。 6 6 
日本電気 。 。 2 2 
その他 。 。 2 2 
外国企業 。 2 2 4 
小計 3 7 92 102 
























成型性 4 l 
内容
難燃化 。
ポットライフ 2 l 
光半導体関係 4 l 


























































































トン/年 % トン/年 % トン/年 % 
日東電工 2.730 42 3.780 43 4.300 42 
住友ベークライト 1.450 22 2.050 23 2.460 24 
ハイソールジヤノTン 1.300 20 1.550 17 1.800 17 
三菱瓦斯化学 480 7 700 8 850 8 
信越化学 20 0.3 70 100 l 
目立化成 10 0.1 230 3 270 3 
東芝ケミカル 96 75 l 
その他* 540 8 412 5 470 5 
合計 6.530 8.888 10.325 
*内外機材(輸入販売企業)、四固化成、利昌工業。


















億円 % 億円 9ノU 
日東電工 105 42 150 41 世界市場でも米モ一トン社についで2
番手
(1500トン/月、 1984年)
住友ベークライト 55 22 90 24 NEC(住ベ株1.65%保有)への材料供給拡大(750トン/月、 1984年)
ノ、イソー ルジヤノTン 23 9 35 9 注型のLED用ではトップ
目立化成 22 9 35 9 目立向けの販売から外販に向かう
信越化学 13 5 17 5 シリコーン系やPPSの開発力優れる
三菱瓦斯化学 10 4 13 4 トランスファーのみ
東芝ケミカル 5 2 7 2 トランスファーのみ、グループ外への販売強化
その他 17 7 23 6 四国化成、東洋モ一トン、松下電工、利昌工業
合計 250 370 
出典・矢野経済研究所日985]rエレクトロニクス材料の市場実態jp.40
表7 主な半導体メーカーと樹脂封止材供給メーカーの関係
半導体メーカー 工場 封止材メーカー 半導体メーカー 工場 封止材メーカー
沖電気 八王子 日東電工 日本TI 鳩ヶ谷 米国モ一トン







ソニー 厚木 日東電工 富士通 )1崎 日東電工




東芝 多摩川 日東電工 松下電子 長岡 日東電工





日本電気 1崎 日東電工 三重 松下電工
山形 住友ベークライト 三菱電機 北伊丹 日東電工
熊本 信越化学、東洋モ一トン 熊本 三菱瓦斯化学
大津 住友ベークライト 福岡 ハイソールジヤノfン




























住友ベークライト 1.800 2.100 3.900 1996年夏にシンガポール700トン/月増設完工(シンガポー ル) 1997年10月に中国(江蘇省)200トン/月新設予定
日東電工 2.800 800 3.600 1998年に中国(上海)80トン/月新設予定(マレー シア)
目立化成 1.500 400 1.900 1996年9月に囲内300トン/月、マレーシア100ト(マレー シア) ン/月、それぞれ増設完工
信越化学 1.000 300 1.300 1996年9月にマレーシア300トン/月新設完工(マレー シア)
東芝ケミカル 700 300 1.000 1997年3月にシンカ、、ポー ル300トン/月完工、サン(シンガポー ル) プル開始
松下電工 650 600 1.250 1996年6月にタイ300トン/月増設完工(タイ) 1996年夏に国内100トン/月増設完工
東レ 160 160 1996年末に60トン/月増設完工(200トン/月まで増産可能)。ピフェニル型エポキシ樹脂に特化
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